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化工業是一個規模龐大的產業，

相較於當前眾所矚目的「兩兆雙星」

產業- - -半導體與影像顯示器產業，化

工業早在2000年產值已逾兆元。

回顧國內化工業的發展歷史，過

去在經歷了1 9 7 0年代的石油危機之

後，因化工產品與紡織、建築、塑橡

膠等民生工業息息相關，故突顯出該

業的重要，國內生產者自此不斷擴

產，對於該類基礎大宗化學品的進口

量逐漸降低，國內化學工業因而蓬勃

發展。而後隨著國內產業轉型，資訊

相關產業迅速發展成為經濟重心，又

環保意識抬頭，國內勞力、土地成本

提高，漸喪失建廠生產的競爭力，於

是，國內化工業的發展轉趨侷限。觀

察國際化工趨勢可以瞭解，由通用的

大宗化學品走向精密高值化學品是成

功的關鍵，故我國朝高值化的化工產

品發展已成為當前該業持續經營的轉

機。

所謂高值化的化工產品，係指針

對個別產業提供切合其需要的特用化

學物質，電子、光電、通訊、生物都

是化工業深具發展潛力的領域，藉由

異業整合，才能使化工業的進入門檻

提高，後續競爭者難以抗衡。以半導

體與液晶薄膜顯示面板( T F T - L C D )之特

用電子級化學品來說，雖只佔下游客

戶成本結構的一小部份，但因對產品

表現具關鍵影響，故使電子級化學品

能享有量少價高的高附加價值。以下

就以電子級化學品為論述的重心。

一、何謂「電子級化學品」

電子級化學品乃藉助化學品固有

的化學特性，主要為電子產品進行微

影、蝕刻與清洗等動作，應用的領域

以印刷電路板、半導體與液晶薄膜顯

示面板為大宗，其中尤以半導體與液

晶薄膜顯示面板對高純度的電子級化

學品要求最為嚴格，以避免其中的雜

質干擾產品表現。依工研院I E K資料，

2 0 0 4年我國電子級化學品產值達新台

幣2 3 , 6 1 6百萬元，2 0 0 5年受到半導體

與L C D用化學品持續大幅成長之賜，產

值成長率達1 5 %，遠高於所有化學品2 %

的年平均成長率。

二、電子級化學品的應用

（一）印刷電路板

以印刷電路板的製程來說，係應

高值化的電子級化學品
●華銀徵信室 徐佳莉
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用印刷、照相、蝕刻及電鍍等技術製

造細密配線，作為支撐電子零件之間

電路接續的組裝基地。其中需要電子

級化學品作為顯影(照相)、蝕刻與清

潔的原料。蝕刻線路用的化學藥水、

乾膜光阻與塗佈整塊電路板的防焊綠

漆是最普遍的應用。

印刷電路板在國內的發展歷史較

長，最初我國電子級化學品的萌芽即

仰賴印刷電路板業的需求，使供應該

業原料的化學品廠商發展至今家數眾

多，並出現供過於求的景況。近年來

國內印刷電路板產業受大陸急起直追

的影響，成長力道趨緩，目前尚能維

持成長，主要係來自軟板、H D I ( H i g h

Density Interconnection)高密度互

連板與I C載板需求持續成長之故。然

三者除使用的電子級化學品用量少

外，關鍵技術與配方亦由國外掌握，

故整體而言，印刷電路板業能為我國

化工業的高值化挹注的力道不強，目

前所使用的化學品附加價值也較低。

（二）半導體

半導體是在矽、砷化鎵等材料上

製造電子元件(動態記憶體、靜態記憶

體、微處理器等)，而電子元件之完成

則由積體電路( I C )所組成。I C製程可

粗分為前後兩大階段，前段為晶圓的

設計製作，後段則為分割、封測及其

它後續製程。電子級化學品的應用位

於前段製程。前段製程包括，在I C設

計完成後，將I C的電路佈局圖轉製於

光罩上，再以光罩為底片，以便在晶

圓廠大量複製。在晶圓廠其製造步

驟，首先，在矽晶圓上長一層薄膜，

並塗上光阻劑，利用微影的技術，將

光罩上的電路圖複製到矽晶圓上，接

著再進行清洗、蝕刻、化學機器研磨

( C M P； Chemical Mechanical

P o l i s h i n g )等一連串的作業程序，便

完成了一道光罩的製作。將所有的光

罩依上述程序反覆的製作，就完成了

晶圓的製造。隨晶圓片的厚度越薄，

傳統機械力研磨薄化的方式恐難以勝

任，採化學機器研磨才能克服薄化又

脆又硬的晶圓片，應力( S t r e s s )上的

挑戰。

（三）液晶薄膜顯示面板

液晶顯示面板( L C D )是包含兩片透

明基板，將電極組裝於基板之中，再

利用間隙材將兩片基板隔開，以便在

這之間灌入液晶，利用液晶改變偏光

的特性，以達顯示影像的目的。所謂

「液晶薄膜顯示面板」( T F T - L C D )，係

藉由控制薄膜電晶體( T F T )的排列方

向，讓光線通過液晶時產生不同的折

射率，再配合配向膜與偏光板作用產

生影像，使顯示面板呈現更清晰的色

彩，也更具取代傳統陰極射線管螢幕

的優勢。液晶薄膜顯示面板的基板主

要製程架構是經由清洗→成膜→光阻

塗布→曝光→顯影→蝕刻→剝離，等
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步驟以完成基板本身的製造，以便後

續液晶面板的組裝與模組化等製程的

進行。

三、電子級化學品種類

在上述各製程中，電子級化學品

主要扮演著微影、蝕刻與清洗三大功

能，以下分別敘述。

【微影】

乃藉由光阻劑對光產生的化學反

應，以便讓所需的影像留存在材料

上。可分為正型與負型兩種。光阻劑

的主要成分為酚醛樹脂，依I E K資料，

2 0 0 4年全球光阻劑市場產值為9 . 4億美

元，較2 0 0 3年成長了1 9 . 9 %，2 0 0 5年繼

續成長了1 0 . 2 %，預估在2 0 0 3 - 2 0 0 9年

之間，將維持8 . 2 %的複合成長率。全

球主要供應地為日本，主要廠商為東

京應化工業、J S R、住友化學等，目前

我國僅永光化學一家生產半導體與液

晶薄膜顯示面板用的光阻劑，貢獻國

內2%需求，98%仰賴自國外進口。

經光照射之後，基材上照射區與

非照射區在屬於強鹼的顯影液中溶解

度會不同，故顯影液可將易溶的部份

溶解，而達到顯影的目的。當光阻劑

為正型，照射區會產生化學反應，主

鍵斷鍵並發生極性變化，能溶解於顯

影液中，而非照射區則不溶於顯影

液；當光阻劑為負型，照射區反而不

易溶於顯影液，與正型光阻劑正好相

反，經顯影液作用之後，不被溶解留

下的部份便是所需的影像。最通用的

顯影液是氫氧化四基銨溶液(TMAH)。

當光阻劑在照射、顯影之後，必

須再以去光阻液予以清除，對T F T - L C D

的製作而言，大型基板的邊緣更易堆

積、殘留多餘的光阻劑，故需要丙二

醇甲醚乙酯( P G M E A )、氫氧化鉀等溶液

負責在上述的程序之後，清除、剝離

多餘的光阻劑。

【蝕刻】

根據微影所留下的圖像，再以蝕

刻液在材料上刻下所需的線路，而蝕

刻本身可分為濕式與乾式二種。

濕式蝕刻是利用化學液與基材表

面的特定材質反應、溶出，而達蝕刻

效果。主要種類包含緩衝氧化物蝕刻

液（B O E）混合物、電子級的硝酸、鹽

酸、磷酸等，所謂緩衝氧化物蝕刻液

混合物，乃氫氟酸與氟化銨之混合

物。不同的基材材質所使用的蝕刻液

亦有所差異，應用在半導體製程的有

二氧化矽蝕刻液、覆晶矽蝕刻液；應

用在T F T - L C D製程的則有玻璃( I T O；

Indium Tin Oxide)蝕刻液及不同金屬

層、介電層所需的不同蝕刻液。

乾式蝕刻則是依照被蝕刻基材的

材質，選擇適當的反應氣體(例如：

X e F 2氟化氙)，利用低壓放電將氣體電

離成電漿，與被蝕刻的物質作用後，
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形成氣態化合物，再抽出達真空狀

態，完成蝕刻的動作。具備非等向性

(可選擇任何特定方向蝕刻)的優點，

但耗時、無法大量生產，故僅用於少

量生產的特殊規格產品上。

依SRI Consulting資料，2 0 0 5年

全球各類強酸與蝕刻液市場較2 0 0 4年

成長5％，視下游應用的未來發展，

2 0 0 6年當保持相當程度的成長。而最

終電子產品發展越趨精密，半導體亦

走向多層配線的設計，故各層表面若

是凹凸不平，將造成段差的表現差

異，從而產生斷線的結果。因此表面

平坦化的高度要求，使化學機械研磨

( C M P )液的使用量有持續增加的趨

勢。C M P研磨液是利用化學反應的特

性與機械研磨來達成表面平坦化的目

的，進而減少I C設計佈局限制，提升

配線密度，同時亦提升製程良率。依

工研院I E K預估，2 0 0 6年全球C M P研磨

液的市場規模將達5 . 9億美元，2 0 0 3 -

2 0 0 8年複合成長率1 0 . 6 %，是I C前段

製程中成長最快的一項。目前國內僅

長興化學一家生產，供應2 %的內需市

場。

【清洗】

在上述半導體與液晶薄膜顯示面

板的製程中，每一個步驟進行之前都

需要先進行清洗，以確保材料表面沒

有污染物與粒子的干擾。超純水的雜

質含量低，是最根本的清洗工具，但

易在材料表面形成水痕，故在超純水

之後，會使用異丙醇( I P A )溶劑清

洗，暨去除水痕亦可達乾燥、潤滑之

目的。另外，氨水、雙氧水、氫氧化

銨等亦可作為清洗液的成分。

四、國內概況

電子級化學品的主要原料是單一

化學物質的基礎大宗化學品，再經由

加工以求精純化，純化技術本身才是

高值化的精髓所在。目前國內電子級

化學品廠商多數仍以供應印刷電路板

的較低階需求為主，高階如半導體與

液晶薄膜顯示面板所需的化學品，因

國內精純化技術不足，或國外專利時

效未逾的限制，使國內業者生產規模

尚小，而不具國際競爭力，目前主要

廠商有長興、永光、台硝、李長榮

等。國內廠商規模不夠大的結果，是

無力獨立從基礎研發出新產品來，有

賴由國外引進技術或進行策略聯盟，

而這往往受制於對方不合理的條件，

又錯失發展先機。故國內電子級化學

品廠商若能整合，既擴大產量與產品

線，又降低彼此競爭，方能成就出台

灣世界級的電子級化學品廠商。

另外，精純化的電子級化學品深

具侵蝕性，又講求絕無雜質干擾，故

耐侵蝕潔淨的盛裝容器對該業更顯重

要。因品質要求，故即便運輸成本高

昂，國內該等級化學品的盛裝容器多
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自日本進口，培養國內塑膠容器製造

業者的產品品質，亦為高值化工業發

展的重要配套措施。

五、下游應用市場前景

【半導體產業】

依台灣半導體協會( T S I A )資料，

我國整體I C產業於2 0 0 4年突破兆元，

2 0 0 5年產值達1 . 2兆元。我國I C製造業

可分為晶圓代工業與兼具設計、封測

的IDM(Integrated Device Manufa-

c t u r e r )業。我國晶圓代工業的產值冠

居全球，以台積電與聯電為兩大龍頭

業者。2 0 0 5年受全球晶片庫存獲得控

制與大陸等新興市場產能開出影響，

依工研院I E K資料，我國晶圓代工產值

為新台幣3 , 8 4 4億元，較2 0 0 4年衰退

3 . 5 %。而I D M業者，我國則以各記憶體

業者南科、華邦、力晶、茂德、旺宏

等為主，2 0 0 5年受下游庫存累積影

響，同上資料，產值較2 0 0 4年衰退了

2 %，為新台幣2 , 2 0 8億元。展望2 0 0 6

年，隨下游電子系統廠商的晶片庫存

去化、大陸等新興晶圓代工市場產能

擴充減緩，依工研院I E K預估，2 0 0 6年

我國晶圓代工產值將達4 , 1 5 9億元，年

成長率8 . 2 %；I D M方面產值也將達

2,340億元，年成長率6.0%。

【光電產業】

液晶顯示面板( L C D )具有輕薄、省

電、低輻射等優異特性，存在廣大商

機。根據光電科技工業協進會( P I D A )

公佈資料，2 0 0 5年台灣光電產業(合計

平面顯示面板上下游產業產值)正式突

破兆元，達一兆一千二百八十九億

元。我國T F T - L C D的產業規模與南韓並

列全球最大國，國內業者以友達、奇

美、華映、廣輝及瀚宇彩晶為前五大

廠商。大型面板目前以液晶監視器、

N B與L C D T V為主要應用，2 0 0 5年製造

商產能滿載出現供過於求局面，預估

2 0 0 6年在需求成長下，將拉近供需間

的差距，LCD TV的降價尤能刺激需

求，帶動成長。而中小型面板在資、

通訊、影音等產品彩色化的需求帶動

下，受手機、數位相機、車用顯示器

的刺激，依工研院I E K資料，2 0 0 5年我

國中小型T F T - L C D面板產值為新台幣

8 5 7億元，較2 0 0 4年成長1 0 8 %，預估

2006年將有25%的成長率。

六、結語

未來下游半導體與T F T - L C D的成

長，將再推升電子級化學品的需求成

長，更加確定高純度電子級化學品對

化學工業高值化的地位。目前國內精

純化電子級化學品的市場卻幾乎為國

外廠商壟斷，基於下游該二業在國內

的產業成就，應能提供國內化工業成

長空間，值得國內化工業者開發。


